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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　積層型の電子部品を形成する際に用いられる電子部品の各層として用いられるシートの
製造方法であって、
　導電性を有する支持板上に、所定の電気的特性を有する第一の粉体と感光性の有機系バ
インダーとを含み且つ絶縁性を有する第一の部分を所定厚さで形成する工程と、
　前記第一の部分に対して所定パターンを形成するための露光処理を行い、現像液により
現像処理を行い前記第一の部分に第一の空間部分を形成する工程と、
　前記第一の粉体とは異なる所定の電気的特性を有する第二の粉体と感光性の有機系バイ
ンダーとを含む第二の部分を、電着処理によって前記第一の空間部分の前記支持板上に形
成する工程と、
　前記第二の部分に対して所定パターンを形成するための露光処理を行い、現像液により
現像処理を行い前記第二の部分に第二の空間部分を形成する工程と、
　前記第一及び第二の粉体とは異なる所定の電気的特性を有する第三の粉体を含む少なく
とも第三の部分を、電着処理によって前記第二の空間部分の前記支持板上に形成する工程
と、を繰り返す、電子部品を形成する際に用いられるシートの製造方法。
【請求項２】
　積層型の電子部品を形成する際に用いられる電子部品の各層として用いられるシートの
製造方法であって、
　導電性を有する支持板上に、所定の電気的特性を有する第一の粉体と感光性の有機系バ
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インダーとを含み且つ絶縁性を有する第一の部分を所定厚さで形成する工程と、
　前記第一の部分に対して所定パターンを形成するための露光処理を行い、現像液により
現像処理を行い前記第一の部分に第一の空間部分を形成する工程と、
　前記第一の粉体とは異なる所定の電気的特性を有する第二の粉体と感光性の有機系バイ
ンダーとを含む第二の部分を、電着処理によって前記第一の空間部分の前記支持板上に形
成する工程と、
　前記第二の部分に対して所定パターンを形成するための露光処理を行い、現像液により
現像処理を行い前記第二の部分に第二の空間部分を形成する工程と、
　前記第二の粉体とは異なる電気的特性を有する第三の粉体を含む少なくとも第三の部分
を、電着処理によって前記第二の空間部分の前記支持板上に形成する工程と、を繰り返し
、
　前記シートの厚み方向において、少なくとも前記第三の部分を形成する工程は、前記第
二の空間部分の厚み全てを充填する前に終了するシートの製造方法。
【請求項３】
　前記少なくとも第三の部分に含まれる前記粉体は導電性を有し、
　第四の部分を、前記支持板上に形成された前記少なくとも第三の部分を電極として、前
記第三の部分の上方に電着処理により形成することを特徴とする請求項２に記載のシート
の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、積層コンデンサ、積層インダクタ、いわゆる多層配線基板等、積層型の電子
部品に関する。より詳細には、これら積層型電子部品を構成する単一の層（シート）に関
するものである。
【背景技術】
【０００２】
【特許文献１】特開２００１－８５２６４
【特許文献２】特開２００１－１１０６６２
【特許文献３】特開２００１－７６９５９
【特許文献４】特開２０００－３３１８５８
【特許文献５】特開２０００－３３１８６５
【特許文献６】特開２０００－１１１２２３
【特許文献７】特開２０００－１８３５３０
【特許文献８】特開平１０－１２４５５
【０００３】
　近年、電子機器の高性能化、あるいは携帯機器の急速な普及に伴って、電子部品はその
高密度実装化と共に高周波特性の改善も求められるようになってきている。当該要求に応
えるために、電子部品の生産工程においても、素子の微細化あるいは高精度な製造を可能
とする製造方法の検討が行われている。
【０００４】
　例えば、電子部品としていわゆる積層セラミックコンデンサを例に取り、その製造方法
について簡単に述べる。まず、所定の電気特性を有する強誘電性のセラミック粉末と有機
系のバインダとを混合して得られるスラリーを、スクリーン印刷法によって、ＰＥＴフィ
ルム等の支持体上に所定のパターンに印刷する。このようにして得られた誘電体層上に、
更に金属粉末と有機系バインダとからなる金属ペーストを、所定のパターンに印刷して電
極層を形成する。これら工程を順次繰り返すことにより積層体を形成し、更に焼成、端面
電極の形成等の処理を経ることにより、コンデンサの製造が為されている。セラミックイ
ンダクタ等の電子部品の製造方法においても、基本的には前述のコンデンサ製造工程に準
じた工程が繰り返して為されている。
【０００５】
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　しかしながら、前述の製造方法においては、各層の形状、厚さ、焼成時の収縮率等のば
らつきに起因して、より高性能を有した電子部品の提供には限界が生じていた。そこで本
出願人は、前述の［特許文献１］あるいは［特許文献２］に示す様な電子部品の製造方法
を提案し、要求される電子部品の高性能化に対応しようとしている。
【０００６】
　例えば、［特許文献１］には、電子部品の一つである、いわゆる積層セラミックコンデ
ンサの製造方法が開示されている。当該製造方法においては、具体的には、まず、予め導
電処理が為された支持体表面に対して、感光性を有する有機系バインダとセラミック粉末
とを混合して得られた感光性ペーストが所定厚さ塗布される。続いて、フォトマスクを介
して、当該感光性ペーストに対する紫外線による露光処理、および現像液による現像処理
が為され、空間部とセラミック部とからなる層が、支持体上に形成される。
【０００７】
　ここで、電着技術により、この空間部に対してNi粉とアクリル系樹脂からなる共析被膜
を、セラミック部とほぼ同じ厚さとなるように析出させる。このようにして得られた、セ
ラミック部とNi粉末を含む共析被膜部とからなるシートを、一体ものとして支持体から剥
離し、当該シートに対して積層、焼成、端面電極の形成等の処理を施すことにより、積層
セラミックコンデンサを得ることとしている。また、［特許文献２］には、いわゆる積層
セラミックインダクタの形成方法が開示されており、当該製造方法においても、支持体上
へのセラミック部と空間部との形成、当該空間部へのAg粉を有する共析被膜の形成等が述
べられている。
【０００８】
　前述の［特許文献１］あるいは［特許文献２］に係る電子部品等の製造方法によれば、
支持体上に形成されたシート自体にはセラミック部と共析被膜部とにおける膜厚の相違は
なく、略均一な厚さとなっている。従って、従来の単純なセラミックパターンと電極パタ
ーンとを積層する方法と比較して、焼成処理等に起因する電気特性の変化が少なく、所望
の電気特性を有する電子部品が再現性良く得られることとなる。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　現在、電子機器等に用いられる信号の高周波化がGHz帯にまで及んでおり、前述の電子
部品等においても、これに対応するために、伝送線路の低容量化、接合部での低抵抗化等
、更なる高性能化が望まれている。同時に、携帯用端末への提供のために、更なる高集積
化、小型化も望まれている。前述の製造方法によって得られるシートに関しても、例えば
その薄膜化、あるいは導電性ペースト等の材質の最適化と並行して進めることで、ある程
度の対応は可能と思われる。
【００１０】
　しかしながら、前述の製造方法によって得られるシートは、セラミック部と共析被膜部
との２種類の材料から構成されるのみである。従って、一シートあたり絶縁体一種類と導
電体一種類からなるという制限が、電子部品製造上常に課化せられている。その結果、１
）回路設計に制限が生じ、あるレベルからの高集積化が阻害される、２）例えばインダク
タを含む電子部品を形成しようとした場合等では、積層する層数が極端に増加し、あるレ
ベルからの小型化が阻害される、３）層数が増加することによって層間接続部が増加し、
信頼性が低下する恐れがある、等の事態を招くことが考えられる。
【００１１】
　本発明は、上記状況に鑑みて為されたものであり、積層セラミックコンデンサ、積層セ
ラミックインダクタ等のいわゆる積層型の電子部品に関し、その高集積化、小型化、高信
頼性化等に寄与し得るシートを提供することを目的としている。より具体的には、これら
効果を期待し得る構成からなるシートの提供を目的としている。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
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　上記課題を解決するために、本発明に係るシートは、積層型の電子部品を形成する際に
用いられる電子部品の各層として用いられるシートであって、当該シートは少なくとも３
種類の、それぞれ異なった物性を有する部分を有することを特徴としている。
【００１３】
　なお、前述のシートは、当該シートが延在する平面方向において、異なった物性を有す
る部分がそれぞれ形成されることが好ましい。あるいは、前述のシートは、当該シートの
厚み方向において、異なった物性を有する部分が形成されることが好ましい。なお、当該
構成のシートを得るに際して、異なった物性を有する部分の全て、あるいは当該部分にお
ける特定の一つの部分を除く全ては、電着処理によって形成されることが好ましい。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　本発明の実施の形態に係るシートに関し、当該シートの形成方法をフローチャートとし
て図１に示している。なお、図１は、各工程におけるシートについて、これをその厚さ方
向に切断した場合の断面構成を示している。まず、導電処理が施された支持体１の表面上
に、所定の誘電率等の電気特性が得られるようにセラミックス粉と感光性の有機系バイン
ダとが混合されたセラミックスラリー（３）を、所定厚さに塗布、付着させ、ステップ１
の状態のシートを得る。続いて、マスクを介した紫外線等による感光性スラリーの露光処
理、および現像液による現像処理を行う（ステップ２）。当該処理によって、セラミック
部分３と第一の空間部分５とが形成される。
【００１５】
　ステップ２において得られた第一の空間部分５に対して、電着処理によって、例えば高
透磁率等の電気特性を有する粉体と感光性の有機系バインダとからなる高透磁率材部分７
の形成を行い、ステップ３に示す状態のシートを得る。当該高透磁率材部分７に対して、
更に、マスクを介した紫外線等による感光性高透磁率材部分の露光処理、および現像液に
よる現像処理を行う（ステップ４）。当該処理によって、支持体１上に、セラミック部分
３、高透磁率材部分７および第二の空間部分９を有するシートが形成される。
【００１６】
　さらに、この第二の空間部分９に対して、電着処理によって、例えば導電性の金属粉と
感光性の有機バインダとからなる導電体部分１１の形成を行い、ステップ５に示す状態の
シートを得る。なお、本工程においては、例えば導電層を、その厚み方向において絶縁体
層にて挟持した構成の形成についても、一例として示すこととしている。このため、導電
体部分１１は、第二の空間部分９を全て充填する以前に、すなわち、その厚さがセラミッ
ク部分３の厚さに達する以前に電着処理を終了することとしている。
【００１７】
　さらに残存した第二の空間部分９に対して、電着処理によって、例えば低透磁率等の電
気特性を有する粉体と感光性の有機系バインダとからなる低透磁率材部分１３の形成を行
い、ステップ６に示す状態のシートを得る。当該低透磁率材部分１３に対して、更に、マ
スクを介した紫外線等による感光性低透磁率材部分の露光処理、および現像液による現像
処理を行う（ステップ７）。当該処理によって、支持体１上に、セラミック部分３、高透
磁率材部分７、導電材部分１１、低透磁率材料部分１３、および第三の空間部分１５を有
するシートが形成される（ステップ７）。
【００１８】
　続いて、この第三の空間部分１５に対して、導電体部分１１を形成した場合と同様の材
料を用いた電着処理により、追加の導電体部分１７の形成を行い、ステップ８に示す状態
のシートを得る。その後、これら状態のシートから支持体１を剥離、除去し、その内部に
、少なくとも３種類以上の、各々異なる電気的特性を有する部分からなるシートを得る。
当該シートに対して、積層、端面電極の形成等の処理を施すことにより所望の電子部品を
形成する。
【００１９】
　本発明によれば、導電処理が為された支持体に対して、その表面への膜形成、その膜に



(5) JP 4618442 B2 2011.1.26

10

20

30

40

50

対してのパターニング、パターニングによって得られた空間部に対する電着処理による新
たな膜の形成といった工程を複数回繰り返している。当該工程の繰り返しによって得られ
るシートは、単一のシートにおいて、三次元方向に少なくとも３種類以上の異なる材質か
らなる部分を有することを特徴としている。
【００２０】
　通常、本発明に係る構成からなるシートを形成するためには、前述の如く単一層のシー
トに対して複数回の感光性スラリーの塗布、当該スラリーの露光および現像を行う必要が
ある。すなわち、工程数の増加、これに伴うコストの増加等が生じることから、単一層の
シートに着目した場合には、これを従来の製造方法からなるシートを複数層積層して当該
シートを形成した方が好ましいとも考えられる。
【００２１】
　しかしながら、電子部品の高性能化を進めようとした場合、シート内の特定部分に特殊
な材料を配して電気特性の改善を図る、接合点を減少させる等の必要性が生じる場合も考
えられる。これらを鑑みた上で電子部品製造工程全体としてみた場合には、本発明に係る
構成からなるシートを用いることによって、電子部品の高性能化が図れるのみならず、工
程数の大幅な削減も可能となると考えられる。
【００２２】
　なお、前述の実施の形態におけるシート構成はあくまで、本発明に係る構成のシートを
示すための一例である。すなわち、例えば、後述するように、導電体部分の数、配置、を
変更する等、例示された工程に対して適宜変更を加え、実際に製造しようとする電子部品
の構成に応じて、所望の構成からなるシートを得ることが可能である。また、例えば、積
層－圧着の工程を経る際に、積層されるシート間における導電体部分の接続状態を良好な
物とすべく、追加の導電体部分をセラミック部分３の上面より盛り上げる構成とする等、
各部分の形成状態を改変しても良い。適宜変更を加えることで得られた複数種類のシート
を積層してなるセラミックインダクタの一例を図２に示す。
【００２３】
　図２はセラミックインダクタをその積層方向に切断した断面の構成を模式的に示すもの
である。当該複合品はシートＬ１～Ｌ９を積層して構成されている。各々のシートには、
導電体部分２１、低誘電率材料からなる第一の絶縁体部分２３、高透磁率材料からなる第
二の絶縁体部分２５、第二の絶縁体部分２５より低い透磁率を有する材料からなる第三の
絶縁体部２７が、任意に含まれている。各々のシート構成について、以下簡単にシートＬ
５乃至Ｌ７を例として説明する。
【００２４】
　シートＬ５を上面から見た状態を図３Ａに、またシートＬ５の形成工程をフローチャー
トとして図３Ｂにそれぞれ示す。なお、図１に示したフローチャートにおいて示した構成
と同様の構成要素からなる部分には、同一の参照符号を用いることとする。まず、導電処
理が施された支持体１の表面上に、所定の誘電率等の電気特性が得られるようにセラミッ
クス粉と感光性の有機系バインダとが混合されたセラミックススラリー（３）を、所定厚
さに塗布、付着させ、ステップ１の状態のシートを得る。続いて、マスクを介した紫外線
等による感光性スラリーの露光処理、および現像液による現像処理を行う（ステップ２）
。当該処理によって、セラミック部分３と第一の空間部分５とが形成される。
【００２５】
　ステップ２において得られた第一の空間部分５に対して、電着処理によって、例えば高
透磁率等の電気特性を有する粉体と感光性の有機系バインダとからなる高透磁率材部分７
の形成を行い、ステップ３に示す状態のシートを得る。当該高透磁率材部分７に対して、
更に、マスクを介した紫外線等による感光性高透磁率材部分７の露光処理、および現像液
による現像処理を行う（ステップ４）。当該処理によって、支持体１上に、セラミック部
分３、高透磁率材部分７および第二の空間部分９を有するシートが形成される。
【００２６】
　さらに、この第二の空間部分９に対して、電着処理によって、低透磁率を電気特性とし
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て有する粉体と感光性の有機バインダとからなる低透磁率材部分１３の形成を行い、ステ
ップ５に示す状態のシートを得る。当該低透磁率材部分１３に対して、更に、マスクを介
した紫外線等による露光処理、および現像液による現像処理を行う（ステップ６）。当該
状態において、図３Ａ中のI-Iにおける断面形状においては、露光および現像処理によっ
て低透磁率材部分１３が除去され、再度第二の空間部９が形成される。また、II-IIにお
ける断面形状においては、低透磁率材部分１３はそのまま残されている。
【００２７】
　続いて、第二の空間部９に対して、例えば導電性の金属等からなる導電体部分１１の形
成を、セラミックス部分３と略同じ厚さになるまで行い、ステップ７に示す状態のシート
を得る。その後、これら状態のシートから支持体１を剥離、除去し、その内部に、導電体
部分１１、高透磁率材部分７、低透磁率材部分１３およびセラミックス部分３の異なる電
気的特性を有する部分からなるシートを得る。すなわち、シートＬ５においては、当該シ
ートが延在する平面方向において、それぞれ異なった物性を有する少なくとも３種類の部
分が配置されている。
【００２８】
　図３Ａに示すように、当該シートにおいて、中央部の高透磁率材部分７は、インダクタ
における芯材２５ａに対応している。導電体部分１１は芯材２５ａの略半周を取り囲むよ
うに形成されており、インダクタの一部を形成する導電体部分２１ａに対応している。芯
材２５ａの残りの周囲には、低透磁率材部分１３である第三の絶縁体部分が形成されてい
る。当該絶縁体部分は、シート積層時に、インダクタとして隣り合う導電体部分２１ａ間
を絶縁するための離間絶縁部分２７ａとして作用する。これら導電体部分２１ａおよび離
間絶縁部分２７ａの周囲には高透磁率材部分７が配置されており、当該部分は芯材２５ａ
と共に磁束量を増加させる効果を持つ絶縁体部分２５ｂとして作用する。さらにその周囲
には、セラミック部分３が、第一の絶縁体部分からなる保護層２３ａを形成している。
【００２９】
　シートＬ６を上面から見た状態を図４Ａに、またシートＬ６の形成工程をフローチャー
トとして図４Ｂに示す。当該工程は、前述したシートＬ５の形成工程と概略同様の工程か
らなっている。異なる点は、低透磁率材部分１３からなる離間絶縁体部分２７ｂを芯材２
５ａのほぼ全周を取り巻くように形成すること、および当該周囲の一部にのみ導電体部分
１１を形成することにある。当該導電体部分１１は、個々のシートに形成されたインダク
タの一部を各々接続するための接続用導電体部分２１ｂとして作用する。すなわち、シー
トＬ６においても、当該シートが延在する平面方向において、それぞれ異なった物性を有
する少なくとも３種類の部分が配置されている。
【００３０】
　なお、これらシートＬ５の上方にＬ６を積層することにより、後述するシートＬ７と同
等のシートを形成することも可能である。これらシートを順次積層することにより、接続
用導電体部分２１ｂを介して導電体部分２１ａが連続的に接続され、インダクタ本体が形
成される。
【００３１】
　本発明に係るシートにおいては、例えばシートＬ７に示すような、シートの厚み方向に
物性の異なる部分が形成されたものも含まれる。シートＬ７に関して、これを上面から見
た状態を図５Ａに、また、シートＬ７の形成工程を示すフローチャートとして、図５Ａ中
のI-I、II-II、およびIII-IIIにおける断面形状を図５Ｂに示す。なお、前述の通りシー
トＬ７はＬ５の上方にＬ６を積層したものと同等であり、シートＬ７の厚さ方向で下半分
はＬ５に、また同上半分をＬ６にそれぞれ対応しているため、具体的な構成についての説
明は省略する。
【００３２】
　以下、シートＬ７の形成工程について述べる。まず、導電処理が施された支持体１の表
面上に、所定の誘電率等の電気特性が得られるようにセラミックス粉と感光性の有機系バ
インダとが混合されたセラミックススラリー（３）を、所定厚さに塗布、付着させ、ステ



(7) JP 4618442 B2 2011.1.26

10

20

30

40

50

ップ１の状態のシートを得る。続いて、マスクを介した紫外線等による感光性スラリーの
露光処理、および現像液による現像処理を行う（ステップ２）。当該処理によって、セラ
ミック部分３と第一の空間部分５とが形成される。
【００３３】
　ステップ２において得られた第一の空間部分５に対して、電着処理によって、例えば高
透磁率等の電気特性を有する粉体と感光性の有機系バインダとからなる高透磁率材部分７
の形成を行い、ステップ３に示す状態のシートを得る。当該高透磁率材部分７に対して、
更に、マスクを介した紫外線等による感光性高透磁率材部分７の露光処理、および現像液
による現像処理を行う（ステップ４）。当該処理によって、支持体１上に、セラミック部
分３、高透磁率材部分７および第二の空間部分９を有するシートが形成される。
【００３４】
　さらに、この第二の空間部分９に対して、電着処理によって、低透磁率を電気特性とし
て有する粉体と感光性の有機バインダとからなる低透磁率材部分１３の形成を行い、ステ
ップ５に示す状態のシートを得る。当該低透磁率材部分１３に対して、更に、マスクを介
した紫外線等による露光処理、および現像液による現像処理を行う（ステップ６）。当該
状態において、図５Ａ中のI-IおよびII-IIにおける断面形状においては、露光および現像
処理によって低透磁率材部分１３が除去され、再度第二の空間部９が形成される。また、
III-IIIにおける断面形状においては、低透磁率材部分１３はそのまま残されている。
【００３５】
　続いて、第二の空間部９に対して、例えば導電性の金属等からなる導電体部分１１の形
成を、所定の厚さになるまで行い、ステップ７に示す状態のシートを得る。更に、導電体
部分１１の上部に、電着処理によって、低透磁率を電気特性として有する粉体と感光性の
有機バインダとからなる低透磁率材部分１３の形成を行い、ステップ８に示す状態のシー
トを得る。当該低透磁率材部分１３に対して、更に、マスクを介した紫外線等による露光
処理、および現像液による現像処理を行う（ステップ９）。当該状態において、図５Ａ中
のI-Iにおける断面形状においては、露光および現像処理によって低透磁率材部分１３が
部分的に除去され、第三の空間部１５が形成される。また、II-IIにおける断面形状にお
いては、導電体部分１１の上部に形成された低透磁率材部分１３がそのまま残されている
。
【００３６】
　さらに、第三の空間部１５に対して導電性の金属からなる導電体部分１７を、セラミッ
クス部分３の上面とその上面とが略一致するように形成する。以上の工程を経ることによ
って、基体１上には、線I-I、II-II、およびIII-IIIに沿った切断面において、図に示す
形状をそれぞれ有するシートが得られる。その後、これら状態のシートから支持体１を剥
離、除去し、その内部に、導電体部分１１および１７、高透磁率材部分７、低透磁率材部
分１３およびセラミックス部分３の異なる電気的特性を有する部分からなるシートを得る
。すなわち、シートＬ５においては、当該シートが延在する平面方向および厚み方向にお
いて、それぞれ異なった物性を有する複数種類の部分が配置されている。
【００３７】
　以上の構成からなるシートを予め複数枚作製し、各々のシートにおける導電体部分２１
ａが接続用導電体部分２１ｂを介して連続的に接続されるようにこれらシートを積層する
ことにより、インダクタ本体が形成される。なお、ここではシートＬ７を例として、これ
を単一のシートとして形成し、且つこれを積層する場合について述べている。しかしなが
ら、前述の通り当該シートを二つの層、例えば図２におけるシートＬ５およびＬ６の二層
から形成されるように構成することとしても良い。この様にシートを分割することにより
、積層工程が増加する反面、層形成工程を減らすことが可能となり、例えば積層精度の影
響を受けにくい層構成の場合には、トータルとしての生産性の向上が図れる。即ち、コス
ト、層構成等に応じて、複雑な構成のシートを単一であるいは分割して形成することによ
り工程の自由度を高くするといった効果が得られる。
【００３８】
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　本例においては、インダクタにおける巻き線間各々の間には第三の絶縁体部２７が配置
され、且つインダクタ自体が高リアクタンスを有する第二の絶縁体部分２５に包まれてい
る。以上の構成を得ることにより、従来からの積層セラミックインダクタより更に優れた
特性を有するインダクタを提供することが可能となる。
【００３９】
　本発明によれば、異なる種々の材料を同一シート内に形成することが可能である。従っ
て、図２に示したようなインダクタを構成することが可能であり、浮遊容量、クロストー
ク等をより低下し、更に小型化且つ高集積化を達成した積層型の電子部品の製造が可能と
なる。また、図中明示されていないが、本発明に係るシートを用いることによって、配線
部２１ｃの配置を、インダクタ形成時に任意の配置に引き回すことも可能となる。従って
、これら配線部の配置の適正化を図ることも容易となる。すなわち、本発明に係る構成の
シートを用いることによりａ）回路設計の自由度が向上してより高集積化が可能となる、
ｂ）複合品形成の際においても積層層数の増加は生じず電子部品としての小型化が可能で
ある、更にｃ）層数の減少に伴って層間での配線の接続が減り、信頼性が向上し、更には
電子部品が完成に至るまでの工程数の短縮が見込める、といった効果が得られる。
【００４０】
　なお、本発明に係るシートに関してその形成方法について前述したが、ここで述べられ
た支持体等、各種材料に関しては特に限定されない。支持体としては、ステンレス系の薄
板、導電処理が表面に為されたＰＥＴフィルム、導電処理が表面に為されたガラス基板等
、種々の材料が使用可能である。また、支持体表面に離型用の処理を施す場合があるが、
当該処理としては、Ni-PTFE無電解メッキ、ステンレス粉末とテフロン（登録商標）樹脂
との混合被膜の表面形成等がある。
【００４１】
　また、金属粉としてはAg、Cu、Ni等の粉体が使用可能であり、感光性バインダとしては
、その粘度、感光性等を勘案し、金属粉の選択と含め、種々の材料から適宜選択されるこ
とが望ましい。また、上述のシート形成方法においては、導電体部分の形成についても、
金属粉を含有した感光性の材料を電着形成することとしている。しかしながら、更なる材
料形成の必要がない場合には、この導電体部分を電着技術の一つであるメッキにより形成
することとし、導電体部分がほぼ金属からのみ構成されることとしても良い。
【００４２】
　また、本発明に係るシートにおける各部分は、第一の絶縁体部分を除いて、各々電着技
術を用いてその形成工程が為されている。しかしながら、本発明はこれに限定されず、ペ
ーストの塗布等、通常の膜形成に用いられる種々の方法を用いることが可能である。しか
しながら、この場合、導電体部分の形成に関しては、導電性をより高める観点から、メッ
キ等の技術によることが好ましい場合も考えられる。
【００４３】
　［本発明の効果］
　本発明に係るシートを用いて積層型の電子部品を製造することにより、回路設計の自由
度の向上、積層数の減少化、層間での接続箇所の低減化等が図れる。更に、異なる回路が
積層工程のみで同時に製造可能となり、適当な材質を適当な箇所に配置可能であることか
ら電子部品としての性能向上が図れ、結果として、電子部品としてのコストパフォーマン
スも向上する、といった効果が得られる。
【００４４】
　また、当該シートにおいては、フォト加工によって各種材料の配置を決定していること
から、形成位置の精度が高く、且つ電着あるいはメッキ処理によって層厚さを規定するこ
とから厚さ精度も高い。従って、設計値に対する特性のばらつきが小さい電子部品が得ら
れる。また、電着等の処理によって必要部分にのみ層形成が為されることから、材料の無
駄が無く、製造コストの低減が図れる。更に、各種シートを形成後、これらを積層して電
子部品を得ることから、電子部品に求められる特性に応じて、積層するシートの種類ある
いは積層形式等を変更することが可能である。従って、本発明に係るシートを用いること
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によって、多品種少量生産にも対応可能な電子部品の製造工程の構築が容易である。
【図面の簡単な説明】
【００４５】
【図１】本発明に係るシートの形成方法を示すフローチャートである。
【図２】本発明に係るシートを用いて製造した電子部品の一例を示す図である。
【図３Ａ】図２に示した電子部品におけるシートＬ５に関して、当該シートを上面から見
た状態を示す図である。
【図３Ｂ】シートＬ５の形成方法を示すフローチャートである。
【図４Ａ】図２に示した電子部品におけるシートＬ６に関し、当該シートを上面から見た
状態を示す図である。
【図４Ｂ】シートＬ６の形成方法を示すフローチャートである。
【図５Ａ】図２に示した電子部品におけるシートＬ７に関し、当該シートを上面から見た
状態を示す図である。
【図５Ｂ】シートＬ７の形成方法を示すフローチャートである。
【符号の説明】
【００４６】
　１：支持体
　３：セラミック部分
　５：第一の空間部分
　７：高透磁率材料部分
　９：第二の空間部分
　１１、１７：導電体部分
　１３：低透磁率材料部分
　１５：第三の空間部分
　２１：導電体部分
　２３：第一の絶縁体部分
　２５：第二の絶縁体部分
　２７：第三の絶縁体部分
　２９：第四の絶縁体部分
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